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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月28日(2010.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄板状の対象物に存在する微細空間に溶融金属を充填し硬化させる方法であって、
　前記微細空間は、一端が前記対象物の厚み方向の一面で開口しており、
　前記対象物を、前記微細空間の他端側を閉じた状態で、支持体上に設置し、
　前記対象物の前記微細空間内に充填された前記溶融金属を、前記対象物の前記一面側か
ら加圧したままで、前記溶融金属を冷却する、
工程を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載された方法であって、前記溶融金属は、Ｂｉを含む、方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された方法であって、前記溶融金属は、Ａｇ、Ｃｕ、Ａｕ、Ｐｔ
、Ｐｄ、Ｉｒ、Ａｌ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｉｎ、Ｚｎの群から選択された少なくとも１種の金属
元素を含む、方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れかに記載された方法であって、前記溶融金属を冷却し硬化させる
前に、前記対象物の前記開口面上に金属薄板を配置し、真空チャンバ内の減圧された雰囲
気内で前記金属薄板を溶解させて前記溶融金属を生成するステップを含む、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載された方法であって、前記溶融金属を冷却し硬化させる前に、前記真空
チャンバ内の雰囲気を減圧状態から増圧し、前記溶融金属を前記微細空間に流し込むステ
ップを含む、方法。
【請求項６】
　請求項１乃至３の何れかに記載された方法であって、前記溶融金属を冷却し硬化させる
前、真空チャンバ内の減圧された雰囲気内に置かれた前記対象物の前記開口面上に前記溶
融金属を供給した後、前記真空チャンバ内の雰囲気を増圧するステップを含む、方法。
【請求項７】
　請求項１又は２に記載された方法であって、前記対象物の前記開口面上に射出機によっ
て前記溶融金属を供給し、その射出による強制外力を印加したままで、前記溶融金属を冷
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却し硬化させるステップを含む、方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れかに記載された方法であって、前記溶融金属は、前記微細空間の
開口部の存在する開口面上にその金属薄膜が生じるように供給される、方法。
【請求項９】
　請求項８に記載された方法であって、前記溶融金属を硬化させた後、前記開口面上の前
記金属薄膜を再溶融し、再溶融された前記金属薄膜を拭き取る工程を含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れかに記載された方法であって、前記対象物は、半導体ウエハであ
る、方法。


	header
	written-amendment

